
Q. 金镀层的膜厚一般是多少？

A. 通常为 0.05～2μm，可根据不同用途进行灵活调整。

Q. 是否符合 RoHS 环保规范？

A. 已全面符合。产品不含铅、汞等有害物质，安全可靠。
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高品质金电镀工艺

凭借表面处理技术与卓越成果，开创价值新纪元

金电镀是一种兼具优异导电性、耐腐蚀性和外观品质的表面处理技术，

广泛应用于电子元件、精密仪器、医疗设备以及装饰品等多个领域。

随着产品功能的提升与高可靠性需求的增加，针对不同用途选择合适的金电镀工艺显得愈发重要。

在ERG，我们提供两种硬质金电镀和金‑镍电镀，并可支持无电解金电镀的试作。我们能够根据产品规格和使用环境，灵活满

足膜厚、硬度、镀层附着力及外观等技术要求，并建立了完善的体制，可从试作到量产为客⼾提供全方位支持。

ERG的镀⾦⼯艺

（FA Q）常⻅问题解答

我们能够同时支持有底镀层与无底镀层两种工艺方案，灵活满足不同产品的需求。

　🟡有底镀层工艺

　　根据不同的用途与基材施加适当的底镀层处理，可以有效提升金电镀的附着力、耐蚀性以及外观品质。

　　 下地铜电镀　　               ： 具有优异的导电性能，并且与厚镀金工艺相容性良好

　　 下地镍电镀                   ： 具有优异的附着力与平滑性，非常适合用于电子部件和精密部件

　　 下地无电解镍电镀             ： 可适用于复杂形状及非导电性基材，具备广泛的适应能力

　   Olympic 电镀 （下地铜＋银）  ： 针对特殊用途的 Cu→Ag→Au 多层结构

　🟡无底镀层工艺

　　无需施加底镀层，也可直接形成金电镀。同时能够适用于微细部件及特殊形状，具备灵活的工艺适应性。


